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6. Empilage selon la revendication 5, dans lequel
les colonnes sont ariiculées & la base par
I'intermédiaire d'un ressort, qui sollicite les co-
lonnes de maniére gu'elles engrénent avec les
substrats. 35
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cations précédentes, dans lequel le dispositif
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8. Empilage selon la revendication 7, dans lequel
les moyens pour établir une connexion sont
formés par un ressort-électrode. 45
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